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Clasificacion de componentes electronicos
no-IC para procesos de ensamble

1 GENERAL

1.1 Alcance Este estdndar describe el peor caso de las condiciones de soldadura en los procesos industriales de ensamble (SnPb y
sin Pb) para componentes electronicos no semiconductores (a continuacién denominados “componentes”) junto con excepciones al
peor caso de las condiciones del proceso de soldadura para productos especificos. Las condiciones de soldadura en los procesos del
ensamble enumeradas en este documento representan los limites comunes de la industria de un componente determinado o de una
familia de componentes y no son condiciones recomendadas para un ensamblador. La capacidad de un componente de un proveedor
en particular puede ser mejor o peor que los valores documentados en esta especificacién. Un ensamblador tiene que tener en cuenta
muchos factores al establecer un proceso de ensamble seguro para un conjunto electrénico determinado (tarjeta). Este estdndar
describe un proceso para clasificar y etiquetar el nivel de sensibilidad al proceso (PSL) del componente electrénico no semiconductor
y el nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) de acuerdo con los niveles de clasificacién de la industria para semiconductores
(J-STD-020 Clasificacion de la sensibilidad a la humedad / reflujo de dispositivos de montaje superficial no herméticos y J-STD-033
Manejo, embalaje, transporte y uso de componentes sensibles a la humedad/reflujo y/o al proceso). Esta especificacion no establece
condiciones de retrabajo.

1.2 Propésito El propdsito de esta especificacion es el de establecer un conjunto acordado de las peores condiciones del proceso de
soldadura (SnPb y sin Pb) que pueda utilizarse de manera segura para componentes electrénicos no semiconductores en laminados de
tipo FR4 o cerdmicos, junto con excepciones documentadas especificas para el producto. Las condiciones de proceso documentadas
se utilizan para evaluar el PSL y el MSL de un componente no semiconductor. Es importante que los fabricantes de componentes (a
continuacién denominados “proveedores”), los usuarios y los ensambladores de tarjetas estén muy familiarizados con la informacién
y los procesos de esta norma para asegurar una calidad y fiabilidad éptima del producto.

1.3 Definiciones

Familia Un grupo de componentes con caracteristicas similares / comunes (por ejemplo, encapsulado, disefio, materiales, tecnologia
y / o proceso de fabricacién).

MSL Nivel de Sensibilidad a la Humedad - Una clasificacién que indica la susceptibilidad de los componentes al dafio debido a la
humedad absorbida cuando se somete a soldadura por reflujo (ver J-STD-020).

PSL Nivel de Sensibilidad al Proceso - Clasificacién utilizada para identificar un componente que es sensible al proceso de soldadura
porque el componente no puede usarse en una o mas de las condiciones bésicas del proceso de soldadura.

PIH Pasta en Orificio - También habitualmente llamado soldadura intrusiva. Este es un proceso en el que la pasta de soldadura para
los componentes de orificio pasante se aplica con una plantilla o jeringa para colocar los componentes de tecnologia de orificios
pasantes que se insertan y se sueldan por reflujo junto con los componentes de montaje en superficie.

PTH En la industria de proveedores de componentes, el término PTH se utiliza habitualmente para referirse a los componentes de
patillas en orificios. Para evitar confusiones con el significado de los orificios pasantes metalizados de las PCBs, este documento

utiliza el término “componentes de tecnologia de orificios”.

Proveedor El fabricante o vendedor del componente que controla las especificaciones del componente y es responsable del
rendimiento del componente.

Usuario La persona, organizacion, compaiia o agencia responsable de la adquisicién de hardware eléctrico / electrénico, y que tiene
la autoridad para definir la clase de equipo y cualquier variacién o restriccion (es decir, el autor / encargado del contrato que detalla
estos requisitos).

1.4 Requisitos generales

1.4.1 Acuerdos Cuando un proveedor, usuario o ensamblador hace referencia a este estindar se convierte en parte de sus requisitos
/ especificaciones. Cuando se hace referencia a una cldusula de este documento, sus cldusulas subordinadas también se aplican.

1.4.1.1 Orden de prevalencia EI contrato siempre prevalece sobre este estdndar, estdndares referenciados y planos.






